LPKF ProtoMat S63 k

CircuitPro




= Fabricacion de circuitos impresos.

= El plotter fresador ProtoMat S63 de LPKF.

= Instalacion, puesta en marcha y mantenimiento del equipo.

= Materiales y herramientas.

= CircuitPro.

= Proceso de fabricacion de una PCB a doble cara.
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= Mediante procedimientos quimicos.

= Fabricacion en seco mediante microfresado . & (prototipos y

\
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= Fabricacion en seco mediante microfresado .

v/ Consiste en aislar las pistas del resto del cobre circundante
mediante el fresado de su contorno lateral.

v’ Detalles del microfresado (CAM).

Fresado de contorno

Fresado Rubout

Fresado de aislamiento
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= Sistema CAD-CAM -- LPKF ProtoMat S63 + CircuitPro.

Este sistema no hace uso de fotolitos ni acidos, emplea en su lugar
microfresadoras de control numerico y sistemas CAD-CAM que
procesan la informaciéon de los archivos Gerber y Excellon para el
mecanizado automatico.

CSoftware de disefio PCBD CircuitPro LPKF ProtoMat S63

l GerberX + Excellon
\

/ Capa TOP
> —

Capa BOTTOM

.

/Capa TALADROS J
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https://youtu.be/tEDOQSCqd58

Es un sistema de maquina, software y herramienta orientado a la
produccion de prototipos y pequeias series de placas de circuito impreso.

" Principales aplicaciones:

Fresar/Taladrar placas de circuito impreso de 1y 2 capas °
Fresar/Taladrar materiales multicapa. °

Fresar de contornos de placas de circuito impreso °

=]

B B 00 E R E R

<] Grabar placas frontales / carteles

Fresar recortes en placas frontales

Fresar objetos 3D

Fresar patrones de pasta de soldadura SMD

Dispensar pasta de soldadura °
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http://www.lpkf.es/aplicaciones/creacion-rapida-prototipos-pcb/estructuracion/taladrado-y-fresado.htm
http://www.lpkf.es/aplicaciones/creacion-rapida-prototipos-pcb/multicapa.htm
http://www.lpkf.es/aplicaciones/creacion-rapida-prototipos-pcb/estructuracion/fresado-contornos.htm
http://www.lpkf.es/aplicaciones/creacion-rapida-prototipos-pcb/materiales-especiales/carteles.htm
http://www.lpkf.es/aplicaciones/creacion-rapida-prototipos-pcb/ploter-fresador/placa-frontal.htm
http://www.lpkf.es/aplicaciones/creacion-rapida-prototipos-pcb/materiales-especiales/taladrado.htm
http://www.lpkf.es/aplicaciones/creacion-rapida-prototipos-pcb/sistemas-smd/laminas.htm
http://www.lpkf.es/_mediafiles/2155-dispensen-video-protomat-s-serie.mp4
http://www.lpkf.es/_mediafiles/2155-dispensen-video-protomat-s-serie.mp4
http://www.lpkf.es/_mediafiles/1707-in-house-production-of-multilayer-boards.mp4
http://www.lpkf.es/_mediafiles/2156-konturfraesen-video-s-serie-protomaten.mp4
http://www.lpkf.es/_mediafiles/2153-protomaten-s-serie-fraesen-milling.mp4

= Caracteristicas técnicas.

AN

Area de trabajo, 229 x 305 mm,

Motor con variacion de velocidad de hasta 60.000 rpm
Intercambio de herramienta automatico o

Ajuste de la profundidad de fresado automatico °
Recorrido atraves del eje X, Yy Z

Velocidad de traslacion 150 mm por segundo.

Minimo tamafo de Pista/Aislamiento: 0,1mm/0,2mm (4 mils)
Diametro minimo tamaio de taladro: 0,2 mm

Velocidad de taladrado 120 golpes por minuto

0 NN N N NN

Materiales de trabajo: FR3, FR4, G10, plastico, aluminio, ...
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http://www.lpkf.es/_mediafiles/1339-lpkf-protomat-automatic-tool-change-demonstration.mp4
https://youtu.be/03VHt1kxnQs?list=PL2C566A88EF45284C

El plc

= Estructura.

Pantalla de aislamiento acustico

B

Laser & E\ectromcs

Carcasa de aislamiento acustico
Asa de |la pantalla protectora
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El plc

Estructura

Cabezal de fresado-taladrado

-
\

|

\ .
N ‘ \ Indicador
d de presion
ProtoMat S l «
Mesa de vacio : g -
Conexion del
\ distribuidor

Regulador para
el aire comprimido

Interruptor de red

Depdsito de herramientas
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Estructura

Depodsito de herramientas

v Capacidad para 15 herramientas
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Estructura

Cabezal de fresado-taladrado

LED de estado

Encendido
El plotter de circuitos
impresos esta listo para
funcionar.

—

Intermitente
La mordaza esta en movimiento
0 mensaje de error.

Fabricacion de PCB,s “en seco” - LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro

Camara

Distribuidor

Alojamiento de la herramienta
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Estructura

Alojamiento de la herramienta

Herramienta

Alojamiento de la herramienta

Limitador de la profundidad de trabajo
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Estructura

Camara

Objetivo

Interfaz del distribuidor
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Estructura

Extractor de polvo

El sistema de aspiracion para el ProtoMat S63 de LPKF se caracteriza por
una funcion automatica de encendido y apagado.
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= Montaje

= Conexion de los elementos

= Puesta en marcha

= Operaciones de mantenimiento

= Area de soporte
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Instalacién

Montaje
= Espacio necesario
v' Mesa de trabajo estable con una capacidad de carga de 60 kg.

v’ El 4rea de trabajo debe de ser de al menos 800 x 900 mm

| 500 mm ‘ 900 mm | 800 mm ‘

No deben ser ocupada
por ningun objeto.

Ordenador

Extractor de polvo

Plotter fresador-taladrador
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Instalacién

Conexion de los elementos
v/ Lamaquina debe estar apagada antes de conectar los cables

Cable RS232 110 - 240 VAC

{-b {_j %_j {-j Cable USB
/delacémara
RS 232 2xUSB /
\

“ Cable USB
del plotter

Ordenador

Con el software de
control CircuitPro
instalado.

ProtoMat S

Extractor de polvo

Tubo flexible
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Instalacién

Puesta en marcha
= |Iniciar el sistema

Inicie el sistema siempre en el mismo orden:

1.

Bt 0 N

238

. Inicie CircuitPro.

Revise todos los cables y tubos flexibles de conexidn.
Encienda el extractor de polvo.

Ponga el selector del modo de funcionamiento en Automatico.
Seleccione la potencia de aspiracion.

Abra |la pantalla del plotter de circuitos impresos.

Encienda el plotter de circuitos impresos poniendo el interruptor
principal en la posicion 1 (ON).

Cierre la pantalla protectora.

Inicie el ordenador. irQUitPrO
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Instalacién

Puesta en marcha
=" Proceso de trabajo
Tiene lugar en tres fases:
1. Iniciar el sistema. (segln se ha descrito en el apartado anterior)

El programa CircuitPro se inicia y comienza a controlar el plotter de
circuitos impresos.

2. Ejecutar el trabajo.

Seleccionar el modo de trabajo, por ej., taladrado manual, fresado
manual 0 modo automatico segun requiera el material.

A continuacion, en modo automatico las fases de produccion se
seleccionan y son ejecutadas por el plotter de circuitos impresos

3. Apagar el sistema.
Cerrar el software de control CircuitPro.

El plotter de circuitos impresos, el ordenador y el extractor de polvo
tienen que desconectarse
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Instalacién

Operaciones de mantenimiento
= Puesta a punto regular

v' Inspeccion visual antes de cada puesta en marcha.
1. Revisar los cables o tubos flexibles.

2. Comprobar si la pantalla de aislamiento acustico presenta dafios
visibles

3. Comprobar si el cabezal fresador-taladrador y la mesa de traslacion
presentan danos visibles

v’ Limpieza regular.
1. Desenchufar el plotter de la red eléctrica.

2. Limpiar la pantalla de aislamiento acustico y la mesa de traslacion
con un pano antiestatico seco y un pincel.

Fabricacion de PCB,s “en seco” - LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro
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Instalacién

Operaciones de mantenimiento
= Mantenimiento

v’ Limpieza del limitador de la profundidad de trabajo cada 100
horas de servicio.

v’ Limpieza del portaherramientas cada 100 horas de servicio.

v/ Cambiar el filtro de polvo fino del extractor de polvo, cuando
se perciba una reduccion en la potencia de extraccion.
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|

Operaciones de mantenimiento
= Mantenimiento de los husillos de transporte y guias lineales
Paralos ejes X e Y:

v Mantenimiento del rail guiay del husillo del eje Y.

o El primer paso es limpiar los carriles y los ejes antes de
engrasarlos.

© E! video “LPKF_Maintenance of the guide rail and Y axis.mp4”
muestra coOmo realizar el mantenimiento en los ProtoMats S43,
S63y S103.

v/ Mantenimiento del husillo del eje X.

© E! video “LPKF_X spindle maintenance.mp4” muestra c6mo
realizar el mantenimiento en los ProtoMats S43, S63 y S103.

Deben realizarse al menos una vez al ano.
Esto prolonga la vida atil y garantiza un funcionamiento optimo.
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http://mediateca.educa.madrid.org/video/8hp37lyk3u1phzud
http://mediateca.educa.madrid.org/video/ltnftwvuweus8sr9

Instalacién

Operaciones de mantenimiento
= Mantenimiento de la pinza:

o Para asegurarse de que los ajustes automaticos de la
herramienta siguen siendo precisos, es importante limpiar la
pinza una vez por semana.

O Limpiar el componente también asegura que las herramientas se
mantengan firmes y confiables en la pinza, con beneficios para la
larga vida util de la mecanica.

°EI video “LPKF_Collet_maintenance.mp4” muestra cOmo se
desmonta la pinza de la maquina y se da servicio en los
ProtoMats S43, S63 y S103.
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http://mediateca.educa.madrid.org/video/k6c7bznlz2226xex

Area de soporte
www.lpkf.com/support/

Instalacién

www.lpkf.com/support-login/rapid-prototyping/blog/index.htm

v Actualizaciones del software y del firmware [iwwe:. -

Manuales , video tutoriales, ...

Mantenimiento remoto

RN

Remote Support

N

Para registrarse se necesita:

- NO°de serie de la maquina

- Direccion de correo electréonico.

En Espana:

www.lpkfspain.com

www.lasertecom.com

& & C [ ® wwwipkfcom/support-iogin/rapid-prototyping/blog/index him I

pliaciones wi Dicconaros de £xps. 3 Cambridge freefng Oy Taductorde Google || Englsh || Diccionarics de mgles | 15 || Testdevelocdad G | || Otros marcadores

Laser & Electronics

Home Products Applications LPKFGroup Investors News & Press Support  Contact

You are here: Support Center > Rapid Prototyping > News Blog

Support Center Support News Blog About the author
LPKF Suppert Center delolal=1a1015 9. T
Rapid Prototyping
Manuals
T Quick overview of the latest support offerings
B ouons
Software T - £/
—— Avisit of the LPKF Support Center is almast aiways worthwhile - e
now it's even more comfortable. On the Rapid Prototyping start Manager Support & Service
2018 page you now find an overview of the recent updates
2015
read more...
2 Follow LPKF
2013
2012 Yo
TeamViewer Remote Software n B m
2011 or y
t be sort out in direct talks, or f a rained staff
Bl el < his wealth of experience. LPKF Support &
Video Tutorial

for this the remote control software ‘Team\Viewer'

New plastics for minimum spindle damage
| 0106115
3 LPKF Laser & Electronics AG has added Necuron 851 and
Necuron 1300 to its range. Necuron 651 has a dense structure.

Rapid PCB Prototyping
Laser Tecom Electronica S.L.

Foberto Jimenez C/ Rosales, n® 4
Tel: +34918475505 E - 28794 Guadalix de la Sierra
Fax: +34 91847 56 47 (Madrid)
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http://www.lpkf.com/support/
http://www.lpkf.com/support-login/rapid-prototyping/blog/index.htm
http://www.lpkf.com/support-login/rapid-prototyping/blog/index.htm
http://www.lpkf.com/support-login/rapid-prototyping/blog/index.htm
http://www.lpkf.com/support-login/rapid-prototyping/blog/index.htm
http://www.lpkf.com/support-login/rapid-prototyping/blog/index.htm
http://www.lpkf.com/support/
http://www.lpkfspain.com/
http://www.lpkfspain.com/
http://www.lpkfspain.com/
http://www.lpkfspain.com/
http://www.lpkfspain.com/
http://www.lasertecom.com/
http://www.lasertecom.com/
http://www.lasertecom.com/
http://www.lasertecom.com/
http://www.lasertecom.com/

= Herramientas

Podemos clasificarlas en dos grupos:

v' Herramientas para el mecanizado de superficies de diferentes
materiales con una longitud total de 36 mm y un diametro de mango
de 3,175 mm (1/8"):

O

O

O

O

Fresa Universal e e
Microfresador
Fresa HF
Cortador doble

v Herramientas universales para taladrar y fresar contornos con una
longitud total de 38 mm y diametro de mango de 3,175 mm (1/8”).

@)

O

O

=

Fresa de contornos e g s

Broca espiral

Fresa de doble hoja F———=g====
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38 mm (1.57)

= Herramientas a
/
2.00) 2. [r
— Micro Cutter
— Conical tools —— Universal Cutter n

Surface machining tools
(I=36 mm/1.427) —» Cylindrical tools — End Mill (RF) n

— End Mill n

Tools (1/8”-Shaft)

Penetrating tools —» End Mill (long)

(1= 38 mm/1.50”)

—» Contour Router

—» Spiral Drills

B B E
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Herramientas

Microfresador

Para el fresado de aislamientos con un ancho de aislamiento: 0,1 mm - 0,15 mm

Micro Cutter/Fine-Line Milling Tool 1/8”

Conical custom-designed tool with orange distance ring.

Length, milling width

115836 36 mm, 0.10-0.15 mm (4 -6 mil) For fine isolation tracks on 18 pm
thick Cu.

Application

0./1-0.15 mm
(4-6 mil) copper layer
-~
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Herramientas

Fresa Universal

Para el fresado de aislamientos con un ancho de aislamiento de 0,2 mm - 0,5 mm.

Universal Cutter 1/8”
Conical custom-designed tool with orange distance ring.

-—. I 115835 36 mm, 0.2-0.5 mm (8 - 20 mil) For milling different isolation track
: _.;I widths in any copper-plated base
0.2-0.5 mm material.
(8-20 mil)
-

7
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Herramientas

Fresas HF

Para siluetas de estructuras HF (minima profundidad de penetracion en el material
soporte, fuerte inclinacion de flancos). Diametro: 0,15 mm, 0,25 mm, 0,4 mm.

End Mill (RF) 1/8”

Cylindrical custom-designed tool with blue distance ring.

Length, milling width Application

115832 36 mm, d=0.15 mm (6 mil) Finest isolation tracks in RF
115833 36 mm, d=0.25 mm (10 mil) applications.
0.15-0.4 mm 115834 36 mm, d = 0.40 mm (16 mil)
(6=16 mil)
-~
.
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Herramientas

Cortador doble

Para el fresado de placas frontales de aluminio y para fresar canales de
aislamiento mas anchos. Diametro: 0,8 mm, 1,0 mm, 2,0 mm, 3 mm.

End Mill 1/8”

Cylindrical custom-designed tool with violet distance ring.

ﬂ _—mT (15839
S 115840

129100*
isolation engraving .
0.8-3.0 mm 0.8-3.0 mm LS
(31-118 mil) (31118 mil)
- -
2 |7

[ o — ]
aluminum

36 mm, d=0.80 mm (31 mil)
36 mm, d=1.00 mm (39 mil)
36 mm, d=2.00 mm (79 mil)
36 mm, d=3.00 mm (118 mil)

Fabricacion de PCB,s “en seco” - LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro

For wider isolation tracks, rub-out
areas and engraving aluminium front

panels.
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Herramientas

Fresa de doble hoja

Para fresar placas frontales de aluminio y contornos de materiales HF de
diametro: 1 mm, 2 mm.

End Mill long 1/8”

Cylindrical custom-designed tool with light green distance ring.

5 a Part no. Length, milling width Application
- .

== Hﬂi" 115837 38 mm, d = 1.00 mm (39 mil) For cutting aluminium and routing
f 129102~ 38 mm, d = 2.00 mm (79 mil) soft base materials for RF- and
1=-2 mm 1=-2 mm microwave applications.
(39-79 mil) (39-79 mil)

- -~
2 2
[ — ]

dieletric

<+— aluminum —> .
material
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Herramientas

Fresa de contornos

Para fresar taladros > 2,4 mm y para fresar contornos de placas de circuito
impreso de diametro: 1 mm, 2 mm, 3 mm.

Contour router 1/8”

Cylindrical custom-designed tool with yellow distance ring.

C lee—— - ——— 115844
. . g_j 129099+

routing
1-2 mm
(39-79 mil)

-

S

38 mm, d= 1.00 mm (39 mil)
38 mm, d=2.00 mm (79 mil)

Fabricacion de PCB,s “en seco” - LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro

For milling inner and outer contours
and holes > 2.4 mm (> 94 mil).
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Herramientas _
Part o Lengih, milling width
. 115846 38 mm, d = 0.20 mm (8 mil)
Broca eSplraI 115847 38 mm, d = 0.30 mm (12 mil)
. . . 115848 38 mm, d = 0.40 mm (16 mil)
Para taladrar diversos materiales, en particular 115849 38 mm, d = 0.50 mm (20 mil
materiales base de placas de circuito impreso con 115850 38 mm, d = 0.60 mm (24 mil
diametro: 0,15 mm - 2,4 mm (desde 0.2 mm en pasos 1981 38 mm, d= 070 mm (28 mi)
., ) 115852 38 mm, d = 0.80 mm (31 mil)
de 0.1) Los didmetros de agujero > 2,4 mm, se 115853 38 mm, d = 0.85 mm (33 mil)
producen automaticamente con una fresa de contornos. 11585 St = s il
115855 38 mm, d = 1.00 mm (39 mil)
SPiral Dri" 1/8” 115856 38 mm, d = 1.10 mm (43 mil)
. . . . . 115857 38 mm, d = 1.20 mm (47 mil)
Cylindrical tool with green distance ring. _
115858 38 mm, d= 1.30 mm (51 mil)
— 115859 38 mm, d = 1.40 mm (55 mil)
7 115860 38 mm, d = 1.50 mm (59 mil)
ﬂ-’- — 115861 38 mm, d = 1.60 mm (63 mil)
' =L 115862 38 mm, d = 1.70 mm (67 mil)
115863 38 mm, d = 1.80 mm (71 mil)
115864 38 mm, d = 1.90 mm (75 mil)
min. 0.2 mm max. 3.0 mm 115865 38 mm, d = 2.00 mm (79 mil)
(8 m“l_ (118 mil) 115866 38 mm, d = 2.10 mm (83 mil)
2 | = 115867 38 mm, d = 2.20 mm (87 mil)
B X ; 115868 38 mm, d = 2.30 mm (91 mil)
e 115869 38 mm, d = 2.40 mm (94 mil)
115870 38 mm, d=2.95 mm (116 mil)
115871 38 mm, d = 3.00 mm (118 mil)
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= Consumibles

v Material base (placa virgen):

El material base estandar es fibra de vidrio con resina de epoxy FR4
con un grosor de 1,5 mm. Disponible a simple y doble cara con
pelicula de cobre de 5um, 18um y 35um.

Copper-clad FR4 board material
(1.5 mm thick)

Part no. Description Plates per package

SET-10-1053 Base material FR4, 229 mm x 305 mm (9“ x 12%), 5/5 pm with protective film, 10
predrilled with 3 mm registration holes

115968 Base material FR4, 229 mm x 305 mm (9“ x 12%), 0/ 18 pm with protective film, 10
predrilled with 3 mm registration holes

115967 Base material FR4, 229 mm x 305 mm (9" x 12”), 18/18 pum, predrilled with 3 mm 10

registration holes

SET-10-1001 Base material FR4, 229 mm x 305 mm (9" x 12”), 0/35 pm, predrilled with 3 mm
registration holes

112059 Base material FR4, DIN A3, 5/5 pum with protective film 10
106398 Base material FR4, DIN A3, 18/18 pm 10
106400 Base material FR4, DIN A3, 0/35 pm 10
106401 Base material FR4, DIN A3, 35/35 pm 10
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= Consumibles

v Material base poroso para mesa de vacio de serie S

Drill underlay material and parts for vacuum table
Drill underlay materials line the base material and prevent damage to the machine table. The honeycomb or
anchoring plates safely secure the base material to the vacuum table and can be changed individually.

m Description Plates per package

116148 Vacuum table honeycomb plates for ProConduct and ProtoMat S series, 5 mm thick, | 4
) 3.5 mm
114297 Vacuum table honeycomb plates for ProtoMat H 100, 5 mm thick, & 2.5 mm
116099 Vacuum table sinter backing plates for ProtoMat S-series 4
116002 Vacuum table sinter backing plates for ProtoMat H100 2
106388 Drill underlay material, DIN A4, d =2 mm 10
106389 Drill underlay material, DIN A3, d = 2 mm 10
SET-10-1052 Drill underlay material (predrilled), 229 mm x 305 mm (9" x 127), d= 2 10 P
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= Instalacion y configuracion.

= Descripcion del software.

= Edicion de los datos de disefo (operaciones basicas).

= Control de la maquina (operaciones basicas).
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Instalacion y configuracion
= Requisitos del sistema

v Configuracion recomendada para la version CircuitPro PM 2.3

Component Recommended system configuration
CPU Dual core 2.6 GHz

RAM 8 GB

Hard disk memory 2GB

Graphics board

with 1 GB dedicated memory (non-
shared memory)

LPKF advises against using the following
graphics boards as these cause
problems:

e Intel 82945G

Screen resolution

1680 x 1030 pixels

USB port

2xUSB 2.0

Operating system

Windows 7 (64bit)
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“Instalacion y configuracion
= Configuracion de “Opciones de energia”

v’ La funcion de ahorro de energia USB debe desactivarse para garantizar

un funcionamiento estable de Circuito PM.

Configuracién avanzada

Seleccione el plan de energia que desea personalizar, y

\@ después elija la configuracion que refleje la forma
deseada para administrar la energia.

Equilibrado [activo] e

39 Opciones de energia ? >

Internet Explorer A

Configuracién del fondo de escritoric

Configuracién de adaptador inalambrico

Suspender

= Configuracign de USE

= Cenfiguracion de suspension selectiva de USE
Configuracion:

otones de inicio/apagado y tapa

PCI Express
Administracién de energia del procesader

1 Dantalla

Restaurar valores predeterminados del plan

Aceptar Cancelar Aplicar

Fabricacion de PCB,s “en seco” - LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro
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“Instalacion y configuracion
" Instalacion del software
1. Aseglrese de que la maquina no esta conectada al ordenador.
(Los cables USB no deben estar conectados)
2. Descargar del area de soporte de LPKF la Gltima versién de CircuitPro.

3. Ejecutar el fichero de instalacion del programa (con derechos de
administrador) .

15! LPKF CircuitPro PM 23 o] @ (=]
o
‘Welcome to the LPKF CircuitPro PM 2.3 Setup

3098-circuitpro-pm-update-2-3-319,exe 28/11/2( Wizard
Abrir
G Ejecutar como administrador

lllllllll

° Se iniciara un asistente que nos guiara
a lo largo del proceso de instalacion. E

4. Finalizado el proceso de instalaciéon se habréa creado en el escritorio un
vinculo con el programa CircuitPro. o
Ellll

LPEF
CircuitPro
P 2.3
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Instalacion'y configuracion
= Configuracion de la maquina

Una vez instalado CircuitPro, tiene que configurarse una vez para la maquinay el
equipo que la acompana.

El asistente de configuracion del equipo se inicia automaticamente la primera vez
gue arrancamos el programa y nos ayuda a configurar la maquina.

También puede iniciarse desde la barra del menu de CircuitPro:
Asistentes | Control de la maquina  Extras  Ayuda

Asistente de configuracien del equipo.. [ x

[P

Laser & Electronics
=

~

Encender la maquina
Utilice un cable USB para conectar la
maquina al PC.
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Descripcion del software

El software de sistema CircuitPro de LPKF es una potente aplicacion que
combina dos importantes componentes de la produccion de tarjetas de
circuito impreso:

v Edicion de los datos de disefio y

v’ Control de la maquina

LPKF CircuitPro

’ ) J
)
Data preparation C’\ Machine control
P )
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Descripcion del software

A continuacion se muestra una breve descripcion del software. Para una
descripcion mas detallada consulte los documentos siguientes:

v’ 2661-circuitpro-basic-manual-spanish.pdf

v’ 4070-circuitpro-2-3-compendium-vi1-1-en.pdf

LPKF CircuitPro 1.5

Manual basico

Laser & Electronics

,,,,,,
//////

CircuitPro PM 2.3

Compendium

Laser & Electronics
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CircuitPro.
Descripcion del software

Estructura

1 0 CutarX= -0484mm Y= 62518 mm

Anchork= Omm Y= Omm

Fabricacion de PCB,s “en seco” - LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro

(" LPKF GiruitPra P 20 _ f1\\ =) N.° Area Nombre
2 Edit Insert  Topb—, Modify View Select Wizards Machining \ J Edres  Hep]
[ EEWEER | (3) 1/ Barra del menu
B84 pwillE] :L;I - k ) 12/ Barra de herramientas “Por defecto”
| EREN XA 13/ Barra de herramientas “Modificar”
M= o ] : :
wi: 2 | 14/ Barra de herramientas “Prototipado”
:I : 2 151 Barra de herramientas “Disefios”
E\ . 16/ Barra de herramientas “Introducir”
- #
e B8 2 17l Capas El &rea “Capas” contiene una tabla con la lista de
= capas independientes de la tarjeta de circuito impreso
z que va a procesarse.
/81 Navegacion El area “Navegacion” contiene una vista del proyecto
con un rectangulo de zoom.
19/ Vista de CAM Area de edicién con una representacion del proyecto
en 2D.
/10/ | Barra de estado La barra de estado muestra las coordenadas de la

posicion actual del cursor y su punto de anclaje.
Los resultados de las mediciones aparecen en el
recuadro “Longitud”.
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CircuitPro.
Descripcion del software

Vista de CAM

v’ Permite ver en dos dimensiones el objeto procesado y sus capas

CAM view 4k x

SNEEET X TR

N.°

CAM view
....... ENNELE J
R PR -} ﬂ q Ys <
I =¥ ”
1 2 3 4 5 6 7 8

Descripcion de la funcion

"/

Seleccion poligonal: haga clic en este icono para seleccionar objetos
dibujando poligonos.

S 121

Seleccion: Esta flecha tiene que estar activada para seleccionar o crear
objetos en la vista de CAM.

13/

Encajar todo: haga clic en este icono para encajar todo el disefio en la vista
de CAM.

14/

Area de zoom: Haga clic en este icono y seleccione un area para que se
amplie a continuacion.

/151

Zoom: Haga clic en este icono y mueva su ratén para acercar y alejar el
disefio.

16/

Panoramica: Haga clic en este icono para mover todo el disefio a la posicién
gue desee.

1!

Panoramica global: El area que esté ampliada se alejara al hacer clic en
este icono. Volviendo a hacer clic en un area del disefio, dicha area se
ampliara.

18/

Establecer modo de seleccion de ruta de acceso: Selecciona trayectorias de
herramienta contenidas dentro del poligono creado. Hay tres modos
disponibles distintos: objeto, curva y elemento.
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Descripcion del sortware

Vista de mecanizado

v’ Permite ver los datos del proceso.

CAM view  Machining view

R F YRS

Fabricacion de PCB,s “en seco” - LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro

/1/ Posicion actual del cabezal
/2/ Mordaza

13/ Area de trabajo

4/ Eje de reflexion

15/ Objecto que va ser procesado
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“"Descripcion del software

Vista de mecanizado

| " Vistade CAM " Vista de mecanizado | 4bx

el B R ICES

NO

Machining view

N FEEY LS
I |

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Descripcion de la funcion

"/

Seleccion: Esta flecha tiene que estar activada para seleccionar o crear
objetos en la vista de CAM.

12/

Seleccion poligonal: Haga clic en este icono para seleccionar objetos  de
dibujando poligonos.

13/

Encajar todo solo para los datos del trabajo: Solo aparecen los datos de
trabajo. Los demas elementos de la vista de mecanizado permanecen
ocultos.

14/

Encajar todo para los datos del trabajo y el area de la maquina: Modifica
la escala de los elementos de la vista de mecanizado y encaja los mismos en
el disefio de forma que permanezcan visibles.

/5]

Area de zoom: Haga clic en este icono y seleccione un area para que se
amplie a continuacion.

16/

Zoom: Haga clic en este icono y mueva su ratdn para acercar y alejar el
disefio.

7l

Panoramica: Haga clic en este icono para mover todo el disefio a la posicién
que desee.

18/

Panoramica global: El area que esté ampliada se alejara al hacer clic en
este icono. Volviendo a hacer clic en un area del disefio, dicha area se
ampliara.

19/

Fabricacion de PCB,s “en seco” - LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro

Establecer modo de seleccion de ruta de acceso de herramienta:
Selecciona trayectorias de herramienta contenidas dentro del poligono
creado. Hay tres modos disponibles distintos: objeto, curva y elemento.
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Descripcion del software |

Barras de herramientas

Xt D+

s i

o Estandar
o Introducir iSO mMOOKT| ¢ Z - ai ZU
o Modificar |7 3|00 W0 |3 2 =0 O O QO 32 R & A &1 X1 D

o Prototipado G W Z- -7 &t BN B

O Dlseﬁos CAM  Machining I
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Areas

v" CircuitPro permite colocar varias areas del programa en su pantalla:

O

BN O O O O O

Descripcion del software

Capas

Geometria

Ruta de acceso de herramienta
Procesamiento

Propiedades

Informacion de herramienta
Navegacion

Camara

Mensajes

Monitor de errores

Ver

S B @SS

=
L'!:

ct
|

VO0PEE S

Seleccionar  Asistentes  Control de la mag

Capas...

Geometria...
Ruta de acceso de herramienta...

Procesando...

Propiedades

Informacion de herramienta

CAM 2D...
Mecanizado en 20...

Vista en 30
Mavegacidn
Camara...
Mensajes...

Monitor de errores...
Disefios

Toolbars

Fabricacion de PCB,s “en seco” - LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro

Alt+L

Alt+G

Alt+T

Alt+R

Alt+]

Alt+2

Alt+3

Alt+Z

Alt+C

Alt+M

Alt+F
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S/ I &#S)S uk

Y
|

[

V0EN s

Descripcion del software

Areas

Capas...

Geometria...

Ruta de acceso de herramienta...

Procesando...

Propiedades

Informacién de herramienta

CAM 2D...
Mecanizado en 20...

Wista en 30

Mavegacidn

CAmara.., =

LPKF CircuitPro PM 2.3 - Document (S thul]

fschivo  Editar Introducie  Ruta de scceso deheramienta  Moddicar  Ver  Seleccionar  Asistertes  Control delambquina  Camara  Eitas  Ayuda

NI Wad

PeE £ S0
B¥PZ-o-miurEE

Com
) JxE‘f‘
Norbrs

Qcultar vacio

- Machining

8 x| uadeCAM

Wi Sel Colores Modo

Tec

Fiéudal @)

% [T Jverasem s = aras s

DrilPisted 164

@ [ || versscera anchurs | | perforacian

iavsers anchurs | | pertaraaén

eenTop B

jadra anchwirs |~ | 59k screen

[ soler paste

SolderaskTop @)

Verdadera anchura | | Soldes Mask.

Verdasera anchurs | | winng

Toplayer (2508

Vergacera anchars | | wiing

« [ earemo supenor ae n

et | | Mechanical

[ estrem imterior e

Eottamiayer (105

Verdadera anchurs | | wiring

veraasera anchars | | winng

Verdaders anchurs |~ | Soles Mask.

SokteMasiBattom 21

Verdadera anchura | | Soldes Paste

R (S TR O 0 O (V] R R (S

Eattam 2)

& [ veronser anchurs |~ | sk sceen

L4
v
£ ]
(o]
3
TE
@
Z-
a

)

5

% Capas | i Geomeiria | _§” Ruta de acceso de heramienta | % Procesando

Visa de mecanzad

LTI ES

LPKF CircuitPro PM 2.3 - Document [Sin titulo]

Archivo  Editar  Introducir  Ruta de acceso de herramienta
PaE LA aA
EPZ ¢ U DAE

Modificar Ver Seleccionar  Asistentes  Control de la maquina

-] m

117,265 mm
100,590 mm

01 mm

AV

Manejar

Ne hay informacién de herramienta

> &

Comera

Mensajes.,,

Manitor de errares...

Vitade CAM " Vista de mecanizado

L ¥ BT T ES

‘ Mensajes
|$0 Errores

41\ 1 Advertencias

033Mensms

Mensaje
(@ Undo done. 3 objects removed.

0 52 han cegtrado en el drea del material

D Undo done. 16 chjscle &

Les datos de trabajo se han centrado en el drea del matenal.

5 Camera |} Navigation

Listo

S Fauk montor |G Mensaies

CursorX= 28967mm Y= -5853mm

Fabricacion de PCB,s “en seco” - LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro
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Descripcion del software

Area “Capas”

v Aqui se muestran todas las capas que contiene el proyecto:

La barra de herramientas permite: crear nuevas capas, borrar capas, ordenar las capas,

ocultar las capas vacias.

Lavers : ]
_ N ' — Columna Descripcion
O x |z} 4+ § | Hideempty ‘
[ g 5ol oo M e LA | Nombre Muestra el nombre de la capa.
Fiducial [0 | True Width | || Fiducials = | I | DriliFiducial |1 . . . . .
- — = ] — Los nimeros entre paréntesis situados junto al nombre de la
hd L - . - - . . -
DrilPlated &4 B 8 True Width_[=| Drling =] O | OrilingPiated =2 capa indican el numero de objetos que contiene la misma.
DrillUnplated (0) M| ¥ True Width |« || Drilling « || [0 | DrillingUnplated |3
T — 2 | = Trae Width ||| Silk Screen "= O [undefined =N Visible Muestra u oculta la capa correspondiente en la vista de CAM.
SolderPasteTop [150) - True Width | | Solder Paste |~ [ [ | Dispense A Seleccionable Active esta funcion para que la capa se pueda seleccionar en
: | M W Undefined 5 la vista de CAM.
Toplayer [2304) M| & True Width | || Wiring F [ | MillingTop |7 .
— — = — — — Colores En esta columna se asigna un color a cada capa. Los colores
TextTop (0] W | M True Width | || Wiring = |[ [0 | MillingTextTop * |8 g
de las capas que aparecen en la vista de CAM son los
RuboutTop 10 = Qutline | = || Rubout x| O | MillingTap =9 indicados en esta columna
PocketTop (0] W | & Thin Line | = || 2,50 milling top h [ | MillingPocketTop =10
BoardOutline (1] 2| = True Width || Mechanical [+] O [ contourrouting  [=]|12 Modo Esta I|§ta le permite determinar en qué modo de visualizacion
PocketBottom (0] M | ™ ThinLine |~ | 2.50 milling bettom ||| [7 | MillingPocketBottom | = [ 13 se vera la capa.
Rubout W Outline | = | Rubout L=|| O | MillingBottom |= 17 Tec Fije en esta columna el tipo de procesamiento al que
TextBottom (0 ® | @ 1| rue wign [ =] wiring [=]| O [miningremsottom [+ 18 corresponde la capa. Por ejemplo, seleccionando el valor
BottomLayer (542) | & True Width |+ || Wiring [+]| O | milingeottom (v 10 “Pasta para soldar” se establece un procesamiento posterior
SolderiaskBottom 0] | b | M True Width ||| Solder Mask "= 00 [ undefined [+ 20 de la capa con pasta para soldar.
SolderPastebottom [ | b | True Width | = | Solder Paste L7|| O | Dispense =2 Inverso Fresa el interior de los objetos de la capa de origen.
SilkScreenBottom [0 @ | @ [ ]| rrue wigth [=] sii screen [=]] O | undefinea |=|22 Ejemplo: en una letra o un numero se fresa el area interior.
Fase Determina la fase en la que la capa se debe procesar.
[Z] Funcion de ordenacion: ordena las capas en la direccion Z

Fabricacion de PCB,s “en seco” - LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro

segun la prioridad de visualizacion.
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Descripcion del software

Area “Capas”

v Los objetos graficos en las Capas son mostrados en la
ventana grafica en niveles superpuestos.
La columna [Z] en la ventana de lista LAYERS indica el nivel L E
desde la capa de arriba hasta la capa final. B
Puede haber objetos graficos en un nivel inferior ocultados por los objetos
graficos de un nivel superior. -
Para colocar una capa en un nivel diferente utilizamos los iconos. L\ * ¥

El resto de columnas nos permiten, cambiar los colores, ocultar capas,

hacer que sean seleccionables en la ventana grafica de trabajo, elegir el
modo de visualizacion de las pistas.

Es muy util cuando vamos a trabajar sobre una capa, desactivar las
casillas visible y seleccionable en el resto de las capas.
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Descripcion del software

Area “Procesamiento”

v Aqui se puede controlar el cabezal de fresado y taladrado de la maquina y

determinar su altura.

Posicionamiento en X/Y

X{Y - posicionamiento 1/

‘i’_‘E’ j ::28.:§2mr:\nm ‘qCursordel ratdn‘ “ ’ X: 0,000 mm
v —‘v 7 ¥: 0,000 mm

Z - posicionamiento

“ H v ‘ Z: 7.584 ijlt::r de profundidad ‘
el Lt montado

A # (@ (o B VI L

Introduccion de una distancia para
mover el cabezal de la maquina en
direccion X e Y.

Introduzca la distancia en el cuadro
combinado y haga clic en los botones
de las flechas. Cada clic desplaza el
cabezal de la maquina a la distancia
especificada en la direccidn elegida.

Mover el cabezal a la posicion de
referencia: haga clic en este boton para
mover el cabezal de la maquina a la
posicion de referencia.

Seleccionar cabeza ——— - Acciones de cabezal ————— i ﬁ
B ® 5 (e 5 @ | L.
Manejar Informacion de herramienta ———
‘F| “ém Universal Cutter 0,2 mm A/
—————— Velocidad de avance: ‘ D
|DrrIIFnduc1a| E Velocidad de giro: o m—

Profundidad de penetracion maxima
Ajuste de penetracion Z:

Mover el cabezal a la posicion de
descanso: haga clic en este boton para
mover el cabezal de la maquina a la
posicion de descanso.

1/

|0

Mover el cabezal a la posicion cero:
haga clic en este botén para mover el
cabezal de la méaquina a la posicion
cero.

/1 R
‘@ Mouse cursor _

{54 Capas | B4 Geometria | G4 Ruta de acceso de herramienta | &4 Procesando

Habilita el movimiento del cabezal a la
posicion seleccionada haciendo clic con
el raton en la vista de mecanizado.

Fabricacion de PCB,s “en seco” - LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro
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Descripcion del software

Area “Procesamiento”

X{Y - posicionamiento

A P E(w @ [0
{i‘ ’>‘ X: 302.622 mm uﬂ_‘
.} v’ . {E&Cursor del ratén ‘

Posicionamiento en [Z]

Z - posicionamiento

AYsm g mmee?)
o

m = G

12/ ‘ v ST , Introduccidn de una distancia para
- ' x mover el cabezal de la maquina en
direccion Z.

Introduzca la distancia en el cuadro
combinado y haga clic en los botones
de las flechas. Cada clic desplaza el
cabezal de la maquina a la distancia
especificada en la direccidn elegida.

Acciones de cabezal

’ > &
lDriIIFiduaaI [g

{54 Capas | &4 Geometria | G4 Ruta de acceso de herramienta | &4 Procesando

Fabricacion de PCB,s “en seco’

@ =4 X
@' > |A>| ‘ Seleccionar un cabezal
Informacidn de herramienta .
‘ 13/ Selecciona el cabezal de fresado como
Universal Cutter 0,2 mm E cabezal activo.
Velocidad de avance:
Velocidad de giro: _ ,
Profundidad de penetracién méxima 13/ , Selecciona el cabezal de la camara
Ajuste de penetracién Z: |§ﬂ como cabezal activo.
13/ ) Selecciona el cabezal del distribuidor
4 como cabezal activo.
’ . .
- LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro 53



Descripcion del software

Area “Procesamiento”

Acciones de cabezal

X{Y - posicionamiento . .
¥ P 14/ Mueve el cabezal de la maquina hacia

_‘Z’ porm 7§ # 13 o arriba y hacia abajo.
‘!‘ ”’ W RS {E&Cursor del ratén {

8

Conecta y desconecta el husillo.

v’ Y: 55.893mm @ —> j4/ @
— =
Z - posicionamiento
‘ ‘ H v 1 z: 7.584 “'"it::f de profundidad 14/ . Limpia el distribuidor.
S o N S montado . .y .
e —— ] Este boton solo esta disponible cuando
Seleccionar cabeza ———————— | - Acciones de cabezal ———— > el distribuidor esta seleccionado como
| \\ s 4 ‘ ‘ m o | @ cabezal activo de la maquina.
Manejar facion de herramienta 14/ = Conecta y desconecta la extraccion.
"| “‘:l” Universal Cutter 0,2 mm ‘ i
r— Velocidad de avance:
lD""F'dUCI3| E] Velocidad de giro:

Profundidad de penetracion maxima
Ajuste de penetracion Z:

{54 Capas | &4 Geometria | G4 Ruta de acceso de herramienta | &4 Procesando
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Descripcion del software

Area “Procesamiento”

\Pocesando . v R X Proceso

X{Y - posidonamiento /51 Inicia el procesamiento.

_‘A‘ @ u_l lg\ l‘_’\ ’ Tenga en cuenta la fase seleccionada
X: 302.622mm = i i
{s‘ ’ ‘ {E&CUGM TS ‘ en el recuadro inferior.
v’ Y: 55.893mm v <Process All> |t|

Z - posicionamiento 15/ = Inicia el procesamiento de la fase
‘ ‘ H v ‘ Z: 7.584 um-tta::r de profundidad Hll seleccionada en el recuadro inferior.
—_— = ———— Todas las fases siguientes se procesan

Seleccionar cabeza ———————— Acciones de cabezal —————— [ MaterialSettings H consecutivamente.
= = W =)
B S -
e e 15/ Detiene el procesamiento.
il - 4 i J
‘L‘ H‘:\ [ . Umve.rsal Cutter 0,2 mm
[DriFiducia Velocidad de avance: Informacion de herramienta
Velocidad de giro:
Profundidad de penetracién méxima 16/ Muestra los datos de la herramienta situada actualmente en la mordaza.
Ajuste de penetracion Z:

{54 Capas | &4 Geometria | G4 Ruta de acceso de herramienta | &4 Procesando
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Edicion de los datos de diseno (operaciones

NP2 & -1 NE

B8 = Ejecucién del asistente para la planificacién de procesos

W = Importar datos de produccién (Gerber y Excellon)

Z - = Crear areas de “Rubout”

@ - ® |nsertar fiduciales

$5! = Generar trayectorias de fresado de aislamientos y contornos.

b o=

Ay
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Edicion de los datos de diseho (operaciones
= Ejecucion del Asistente para la planificacion de procesos

Ayuda a establecer las propiedades del proyecto de un prototipo

@ Clic en el icono.
1RPZ-&- 11 ¢ 3|

@ Seleccionar el tipo de proceso.
Seleccionar el nUmero de capas
de cobre que va a utilizar.

Process planning wizary

How many layers is the board going to have?

nnnnnnnnnn o
- ECEE W EaTell
Throu;
Surfa
B summ: 0 fed bottom O single-sided top O Double-sided
[s] i 4 tayers double core O layers
——— ————
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Edicién datos |

57



Edicion de los datos de diseno (operaciones . B Eaicion datos [

= Ejecucion del Asistente para la planificacion de procesos

O,

Seleccionar el sustrato que va a utilizar.

Process plannin g wizard x
W’ IGHEGLHTETO & Electronic
TV TT T

Seleccionar que método se utilizara
para la metalizacion de taladros.

[ ——T

What kind of substrate are you going to use?

Number of Layers >
Through-hole plating b X
Oerre

Surface finishing

Summary O cemyrrs B FRe/FRS

Seleccionar si se va a utilizar
cualquier método de acabado
superficial.

‘( 4 ¥ > What through-hole plating equipment are you going to use?
= y A i
O capton

Process type

Number of Layers @ <t -
Substrate -
Through-hole plating i El a;

Surface finishing

O)PTFE ceramic filled

s o
[ 3 u Summary 0 LPKF ProConduct O LK MiniContac RS O LPKF Contac RS
—
What kind of surface finishing equipment are you going to use?
= Overview
Process type
O 1pKF EasyContac

Number of Layers

Substrate
Through-hole plating

s . N
Prevous Next L €| surface finishing

Summary O LPKF ProMask O 1P ProLegend O LPKF ProtoPrint

Eopeos ) L (e
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Edicion de los datos de diseno (operaciones
= Importar datos de produccion (Gerber y Excellon)

Edicién datos |

Importaremos los ficheros generados con el CAD de diseno de PCBs.

@ Clic en el icono. B - D) Lt J

@ Seleccionar los ficheros a importar.

Import | File Name Format | Aperture/Tool List Layer/Template Size/Format
4
"Gpe e
Look i | () UseCase_BascCAMOperations M odim
Tutor B
ab oooooooo
My Recent Tutor,ORL
et | D
Oocumnts i [ Tuter: SMB
11111 SMT
- utor.SPT
Deskiop | Tutor, ToP
My Documents
My Computer
. Fie name Folder Selection v [Coe=n ]
MyNewok | Flesolbpe | Alfies (") v

O erer

v Tenemos que importar los archivos (gerber)

correspondientes a las capas de trazado TOP y
BOTTOM, el fichero (excellon) de taladros, y si
existe, el fichero (gerber) del contorno.

Segun el software CAD de procedencia, estos
archivos pueden tener diferentes extensiones.
(debemos ser capaces de reconocerlos)

Se pueden importar varios ficheros a la vez,
seleccionandolos simultdneamente mediante la
tecla <Ctrl> o la tecla <Shift> para seleccionar
un rango, o también seleccionar una carpeta
completa.
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Edicion de los datos de diseno (operaciones

Edicién datos |

= Importar datos de produccion (Gerber y Excellon)

@ Comprobar los datos cargados y modificarlos si es necesario.

v"Sj CircuitPro no reconoce el formato de

import archivo, la fila correspondiente en el
Import  File Name Format Aperture/Tool List Layer/ Template Size/Format d d d' £ I 24 d
Tutor.BOA GerberX [ BoardApe B Boardoutine B3 42,508 x 78,048 mm cuadro ae dia Og 0] apal’e cera ate nua a;
Tutor.BOT Gerberx | =] Botape [+ BottomLayer [+ ] 40,804 x 50,460 mm In Inf rm I A n n I r t I mn
Tutor.SMB Gerberx | =] MaskBotApe [~ | soldermaskBattom B 22,378 x 66,734 mm y S O aC O e e es O CO u as'
Tutor.5PT GerberX |7 | PasteTopApe 7| SoiderPasteTap |~ | 38,629 x 68,578 mm Impot | File Name Format ‘Aperture/Tool List Layer/Template Size/Format
Tutar.TOP Gerberx | ¥ || TopApe |~ || TapLayer |7 40,84 x 75,76 mm TutorBOA Gebeid || TutorBOA ] TutorBOA [se] 4364 78,05 mm
Tutor.DRL Excelon | > || Tutor.DRL | = || Tutor.DRL | ™ || 42,252 x 76,858 mm Tutor BOT GerberX || TutorBOT || TuorBOT [s] 40,89 63.47 mm
ToXEEY | Mes P Tutor SMB GerbeiX e Tutor SMB [se] TutorsMe |v] 2238 % 86,33 mm
Tutor. SMT GerbeiX [ Tutor SMT [ ]| TutorSMT [] 38.3x71.82mm
Size 13,598 x 78,048 mm Tutor.5PT GeberX v TutarSPT [s]| Tutor.sPT [v] 38,63 % 68,98 mm
Unit Millimeters Tutor.DRL Excellon Tutor.DRL \7\{7 Tutor.DRL (]| 42,25 % 76,86 mm
1 TuerTOP Undefined | v | {v| v/
Walues Absolute
Decimal Omit leading zeros

En tal caso, debemos seleccionar el
formato de fichero manualmente. La
informacion en las demas columnas
aparecera automaticamente.

Cimpart

Digits m.n 2 = B

Import File Name Format Aperture/Tool List Layer/Template Size/Format
Tutor.BOA GerberX || Tutor.BOA ‘ (¥ Tutor.BOA ()| 43,6 % 78,05 mm
Tutor BOT GerberX ||| Tutor.BOT ‘,’f, Tutor BOT v | 40,89 % 69.47 mm
) Ready Tutor.SMB GerbeiX v TutorSMB [+ TutorsME v 2238 %6633 mm
Tutor. SMT GerberX | v Tutor.SMT V| Tutor.SMT (¥ ]|38.9%71.82 mm
! o File; fiemose ! funATES Eance) Tutor.5PT GebeiX | TutorSPT | TutorSPT | 38,63 1 68.98 mm
Tutor.DRL Excellon || TutorDRL | Tutor.DRL v 42,25 % 76,86 mm
[]  TuerTOP Indefined (s v

2D View  Apertures/Tools

60
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Edicion de los datos de diseno (operaciones

Edicién datos |

= Importar datos de produccion (Gerber y Excellon)

@ Seleccionar la capa de destino.

v' Una vez seleccionados los archivos a importar,

Import File Name Format Aperture/T ool List Layer/Tempate eStOS deben ser aS|gnadOS a su COrreSpOHdleﬂte

Tutor.BOA Gerberx i_\i Tutor.BO& |1 Tutor.BO&A !::—-1 Capa en Clrcu|tpro

Tutor.BOT GerberX || TutorBOT |~ | BottomLayer [ —2

Tuar TOP GebeiX | v| TuorTOP v Layer2 e ——3 Hay tres maneras de asignar la capa:
tavers 1. Mantener la capa que se crea durante la
- A = | ., .
RIS A= seleccion de archivos:
Mame Vie | Sel | Colors | Mode Tech Iy | Phase ] E t C tP d t
Fiducial (0) V| ™ True width | | Fiducials | O | DrilFiducial (v n este CaS_(l)’ ircul 'ro Cre.a una r.]ueva Capa uran e
Driblated (0 EE Troe Wit || rilng v| O [orngplared (w2 la importacion de archivos si no existe en la plantilla.
Drillunplated () ™| = True Width | || Driling ~| O |orilingUnplated wls ) )
Sikscreentop O v @[] Jwewsn [v[sksaeen  Tw] O [ucemes  [v]s 2. Seleccionar de una capa que ya existe en el
SolderPacteTop (D) =] True Width v Solder Pasts ~ | [ |Dispense v|s . . . . i
etk | @] @ Troe with ) sokierMesk ] 0] | Uncefined el archivo de plantilla de CircuitPro:
e 414 True With _{pg] Wrno ¥ O [MilngTop el Estas capas se encuentran en las plantillas de
TextTop (0} ™| & True Width w || Wiring | [ |MilingTextTop w6 . . ,
PpS— 7= e (] Rabout v [ 01 [mimaton 5 CircuitPro y aparecen en el menu desplegable.
PocketTop (O | & Thin Line [ 2.50 miling top | [ |MilingPocketTop v: 0]
BoardOutline {0) ™ | True Width V_ Mecharical | [0 | ContourRouting L 12 3. Crear Una nueva Capa:
et g Thntne 1120 mingboton g} O [MincPocketfotton 11’ Si desea crear una nueva capa, puede introducir un
RuboutBettom (0) =) Cutlne + [ Rubout | [ |MilingBottom w17 " . "
— =i rus wiomn el wrrg | Tingreasouon v 1o nombre para la capa en la columna "Capa / Plantilla".
Bottomiayer (542) | M1 | @ True widkh L Wrig x| O [Minggoton w10 Ji—2 CircuitPro crea una nueva capa para este archivo
SolderMaskBottom (0 v | ¥ True Width w [ Solder Mask w [ [] |Undefined w (20 g 0z o
SolderPasteBottom (0) | W True Width v Solder Paste | [] |Dispenss v 21 durante |a‘ ImportaCIOH de arChIVOS'
SikSereenBaktom (0) |+ True Width [ Sils Sereen | [ |Undefined w22

JBOA (1) vl | ¥ idl w | Unkny v | [ |Undefined v — 7 5 0 .

el . Después de la importacion de archivos, las capas
G Lavers 28 Geometry| 28 Toobath | 8 rocessng se muestran en el panel "Capas" de CircuitPro.
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Edicion de los datos de diseio (operaciones

Edicién datos |

= Importar datos de produccion (Gerber y Excellon)

@ Seleccionar la capa de destino.

Importar

= I

Importar  Mombre de archivo

Formato Lista de aperturas/herramientas

Capa/plantilla

Tamafio/formato

Tutor.BOA

Gerber{ |~ | BoardApe

BoardOutline

43,508 % 78,048 mm

Tutor.BOT GerberX |~ | BotApe BottomLayer 40,894 x 69,469 mm
Tutor.SMB GerberX |~ | MaskBotApe SolderMaskBottom 22,378 X 66,734 mm
Tutor.SMT Gerber |~ | MaskTopApe SolderMaskTop 38,809 x 72,16 mm

Tutor.SPT

GerberX |~ | PasteTopApe

<)< <

SolderPasteTop

38,629 x 68,978 mm

H|0|E|EEE

Tutor. TOP
Tutor.DRL

Vistaen2D = Aperturas/Herramientas

GerberX |~ | TopApe
Excellon Tutor.DRL

Vista'de'texto

Vista del'mensaje

~ || TopLayer

B bt

I

Tutor.DRL
DrillPlated
Drillunplated
SilkScreenTop
SolderPasteTop
SolderMaskTop
TopLayer
TextTop
PocketTap
BoardOutline

PocketBottom
TextBottom
BottomLayer
SolderMaskBottom

SolderPasteBottom
SilkScreenBottom

40,84 x 75,76 mm
42,252 x 76,859 mm

mn 2

= 3 =

Fiducial IT_ADJUST DRILL_FILES

RuboutTop
RuboutBottom

€D Listo

Afiadir archivo...

Eliminar

Run ATE...

Cancelar

Fabricacion de PCB,s “en seco” - LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro

Para el fichero de taladros, debemos elegir el
formato Excellon.

La capa de destino dependera de si se esta
usando algun sistema de metalizado de taladros.

Si es asi, debemos usar la capa DrillPlated.
Si no, debemos usar la capa DrillUnplated.

Esto también afectara a donde se perforan los
agujeros:

DrillPlated se perfora en la parte inferior de la
placa. (BOTTOM)

DrillUnplated se perfora desde la parte superior
del tablero. (TOP)

Si se trata de una placa a simple cara,
utilizaremos la capa DrillUnplated.
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Edicion de los datos de diseno (operaciones

Edicién datos |

= Importar datos de produccion (Gerber y Excellon)

@ Ajuste / correccion de tamafo y formato.

Import File Name Format Aperture/Tool List Layer/Template Size/Format
Tutor BOA GerberX v TutorBOA v TutorBOA || 435 % 78,05 mm
| TuorBOT | Gerbeix [w| TutorBOT v TuorBOT v 40,89 4 63 47 mm
TutorDRL Excellon | v | Tutor DAL v | TutarDAL |v| 10732195222 mm
Import | File Name Format AperturefTool List Layer/Termplate SizefFormat
Tutor BOA GeberX | ¥ Tutor.BOA w | Tutor.BOA ¥ 143,6 x 73,05 mm
¥ |ruteeBOT Gerberk || Tutor.80T ¥ | Tuter. 80T v | 40,89 x 59,47 mm
1 |rutoroaL Excalon | v | Tutar.DRL | v | Tutor.orL vz,
=2
Size 1073,2 x 1952,22 mm
unt inch |
values Absclute - ]
Decimal Omit Ieairp el E
Digits mn |1 =3 e

Fabricacion de PCB,s “en seco” - LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro

v" En algunos casos, el disefio del archivo no
se muestra correctamente o presenta
valores peculiares.

Existen cuatro Posibles causas de esto:
o Unidad de medida incorrecta.
o Numero erroneo de digitos decimales.

o Declaracion errénea del valor (relativo /
absoluto)

O Supresion nula errénea (decimal).

En tal caso, debemos configurar los valores
correctos en la ficha general.

En este ejemplo, debemos cambiar el tipo de
unidades a mm para corregir el error.
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Edicion de los datos de diseno (operaciones

= Importar datos de produccion (Gerber y Excellon)

@ Ajuste / correccion de tamafo y formato.

Fabricacion de PCB,s “en seco” - LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro

Edicién datos |

En este ejemplo el disefio no se muestra correctamente
por una configuracion erronea del Numero de digitos

Tmport | Fiie Name Format | AperturefToolList  Layer/Template SizefFormat
M |TuterBOA GarbarX | ¥ | Tutor BOA ¥ | Tutor BOA v 43,6 x 78,05 mm ) , L. i . i
= B cotert y] 0Ty raaor ___vlommron | WS S8 | decimales. El nUmero de digitos decimales introducidos
] [rutororL Exceton | ~ | Tutor,ORL v | Tutor oRL v |19,29 x 18,89 mm g , . ] ) .
no coincide con el contenido del archivo
X Remove j
Se corrige cambiando el valor 4 por un 3.
Size 13,29 x 1863 mm Import -
Unit mm :] Import | Fie Name Format Aperture/ToolList  Layer/Terrpiate SizefFormat
Values Absclte Q] Tutor BOA GerberX || Tutor.BOA v | Tuter BO& ¥ 43,6 x 73,05 mm
e 2] Tutor BOT GerberX | ¥ Tutor.BOT w | Tutor BOT ¥ 140,89 x 59,47 mm L Cancel 1
Decmal_ (o g s _T] 0 [rumron e ~[uworv[Tuwonv|ezxrmem
: A Add Fle.. |
Digits mn |1 SF] - g
Rermove
&=
- size 42,25 % 76,86 mm
unt mm v
L Values Absclute v]
] R I Decimal Omit le. j
O rosey Digits mn |1 3 :L}
@ reaty
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Edicion de los datos de diseio (operaciones
= Crear areas de “Rubout”

Edicién datos |

Son zonas donde deseamos eliminar todo el cobre que no sea pista o pad.

Esto puede ser necesario donde haya pads muy pequeiios y puedan dar
lugar a puentes de soldadura o también para evitar capacidades parasitas en

circuitos de alta frecuencia.

@ Clic en el icono. i % [ '@ B & J

A continuacion, dibujar el area de vaciado

deseada.

Capa: |RubDutTDp

Punto de inicio: X 0 mm

Punto final: ¥ Omm

S v Omm

® Absoluto O Relativa al punto de anclaje

H v

Aplicar

0mm

Cerrar

Se pueden insertar areas de borrado en todas las

capas o so6lo en Bottom o Top.

Z -

D - 10 &

Borrar todas las capas...

RubcutBottom...

RuboutTep... |

<Crear nueva capa>

LPKF CircuitPre PM 2.3 - Decument [Sin titulo] - a X

Archive  Editar  Introducir  Ruta de acceso de herramienta Modificar  Ver  Seleccionar  Asistentes  Control de la maquina  Camara

L 4 o » | = 0 | 4

Pad L 8baaNsX U "W L LA 00
P

CAM - Machining BEZ-H-1 b =

|copen

Cap:
) O X |2} & 8 | Mostervaci

v % x| VistadeCAM  Viste demecanizade | v x

ERIE R[] 8058

v Nombre Vis Sel Colores Modo Tec

\\\\\\\\\\\\\ (64) ‘ | - Verdadera anchura | ‘ Perforacié|
v To 2304
- B & (1) ]
o EE
A7)
) <
T 5% Capas | A G | -5 Ruta de acceso de hemamierta | ¥ Procesan d

| Camera 2
Z-

 Fault mentor -3 x

a

CAdAP Py ViRX

o A Canca | A1
Listo

CursorX= -27.984mm Y= -10,107 mm AnclaX= 21,31mm Y= -3936mm i

Fabricacion de PCB,s “en seco” - LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro
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CircuitP
Edicion de los datos de diseno (operaciones basicas).

® Insertar fiduciales

Los fiduciales son las marcas opticas en la superficie de la placa que sirven
de referencia para alinear los lados superior e inferior de la misma.

Los fiduciales son taladros con un diametro de 1,5 mm que son reconocidos
por la camara del sistema ProtoMat.

@ Clic en el icono. 'ﬁ %' @ Al bt ]

A continuacion, marcar la posicion deseada para
las marcas fiduciales.

Create circle

Layer: Fiducial v| Apply

@ Absolute O Relative to anchor point “

Center: X: Omm S Y: Omm = 2

Lo ideal es insertar cuatro referencias justo en
cada esquina del tablero, para alinear la parte
superior y la inferior.

También se puede trabajar con dos referencias
insertadas diagonalmente en el disefio.

Fabricacion de PCB,s “en seco” - LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro

Edicién datos
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Edicion de los datos de diseno (operaciones
= Generar trayectorias de fresado de aislamientos y contornos

@ Clic en el icono. 7P

il

bt

Edicién datos |

@ A continuacidn se abrira el cuadro de dialogo “Dialogo de tecnologia”

v|  Copperthickness |5 um

Proceso
'.Mnsna. detalles

Método de aislamiento

| Borrado parcial

Descripcién

Ajslamiente con un solo canal de aislamiento.
Eliminacién de cobre en areas definidas.

Fresado de contorneado

Método de fresado de contorneado

Separacién de esquina

Descripcién

Fresado de contorneado con una separacién en cada esquina.

Proceso 5)
| Mostrar detalles (
L ) A
Convertir en ruta de acceso de herram...
Brocas | Mostrar detalles
Marcasﬁduciales | Mostrar detalles
7
D Bolsilles 6
L Cerr |

Fabricacion de PCB,s “en seco” - LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro

@ Seleccion del tipo de material
@ Seleccion del tipo de aislamiento
@ Seleccion del tipo de fresado de contorno
@ Desactivar las funcion bolsillos
@ Pulsar el botdn “Arrancar’.
En cada paso existen varias opciones
seleccionables. Para obtener informacion

detallada sobre cada una, consulte el capitulo
"Technology Dialog” en el compendium.
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Control de la maquina (operaciones basicas). | |

1<K AR A IR ~Y -

A
o
|

B -

%+ = Carga del depésito de herramientas

r-"-‘l ° [ 4 o LI 4
= Ejecucion del asistente de produccion de placas
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@ Clic en el icono.

Control de la maquina(operaciones
= Carga del depodsito de herramientas

8

B9 ML

@ A continuacién se abrira el cuadro de dialogo “Depdésito de herramientas”

!'{ Depésito de herramientas

Compruebe que todas las herramientas necesarias han sido asignadas a

los ;oporte;./

Herramientas necesarias
V' Spiral Drill 1,5mm
V' Universal Cutter 0.2 mm
V' Spiral Drill 0,4 mm

Herramientas maquina

Haga clic en O para recoger |
Haga clic en '$' para poner la

cargada actualmente viene del sitio del dispositivo 1.

a herramienta con el cabezal de la maquina.

herramienta en el sitio del dispositive co"e;poﬂdien/

¢ Spiral Drill 0,6 mm

Herramienta %ﬂda (itil de herramienta

Este cuadro de dialogo permite:

o Ver una lista de las herramientas necesarias para
el proyecto actual.

o Ver las herramientas que estan actualmente en la
maquina.

© Cargar el depdsito de herramientas.

v Spiral Drill 1 mm Soporte ()

v Spiral Drill 2 mm ] [ ommeraicusz 02 mm (31,827 vET =ITEI

V' Contour Router 2 mm 20 |6| ‘Contour Router 2 mm (0,35%) V‘ VI el 3%

A End Mill 2 mm f—

V' End Mill 1 mm 3[3 |_ Spiral Drill 1 mm (0,00%) MIET 4 | 0,00%

K End Mill 0,8 mm 40 |6| Spiral Drill 0,4 mm (22 | 22.80%
50O [Of[spiral Dril 06 mm 2.53%) ~lv@
s 0[O [piral Drill 1 mm (6.25%) ~|v i | 6,25
70 O] spirl Cril 2 mm (0.20%) Y| v | 0,40%
g0 [Ol[spirsl Dril 1.5mmi0.13%) v | 013% v

Utilice las casillas de verificacién
disponibles,

-Complobal anchura de fr

del soporte de herramientas para hacer que estas funciones estén
P rtar her:amientaw de la herramienta

==

—o Ver o devolver la herramienta que esta
actualmente en la mordaza.

—o Coger una herramienta con la mordaza.
o Ver la vida util transcurrida de la herramienta.

o Comprobar la anchura de fresado de una
herramienta (solo para Cortadora universal y
Micro cortadora)

o Cambiar una herramienta gastada por una nueva.

Fabricacion de PCB,s “en seco” - LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro
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Control de la maquina (operaciones basicas). Control Maquina |

Comprobar la anchura de fresado

v' Para comprobar la anchura de fresado tiene que haber una herramienta en la
mordaza.

v La comprobacion de la anchura de fresado solo esta disponible para herramientas
Cortadora universal y Micro cortadoras de LPKF.
1. Se fresa una linea delgada que a continuacion es medida con la camara.
2. Si la anchura de fresado medida y la que se desea no coinciden, CircuitPro

propone automaticamente un valor de correccion.

3. Podemos aceptar la correccién propuesta o realizar el ajuste deseado.

# Comprobar el resultado de la anchura de fresado x

Los resultados de las medidas y las correcciones propuestas (si se ha
encontrado alguna linea) se muestran a continuacién. Puede cambiar el
valor. Haciendo clic en Almacenar Correccidn actualizard la configuracién
del depdsito, pero no se reajustaran las herramientas.

Anchura deseada de canal [mm] |0 2000 ]
=) Anchura medida [mm] |0.34152516
Correccion propuesta [mm] [-0,1 415252 — I@

Almacenar correccion

CursorX= S$46nm e 17132mm  AnchorX= 4292imm Y= 244mm  Lengh Omm

Fabricacion de PCB,s “en seco” - LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro 70



Control de la maquina (operaciones | Control Maquina |

Poner una herramienta fuera de servicio

v" Cuando la vida util de una herramienta se acaba, dicha herramienta debe descartarse

para asegurar unos resultados optimos del fresado.

Compruebe que todas las herramientas necesarias han sido asignadas a los soportes.

- Herramientas necesarias .~ Herramientas maguina

' Spiral Drill 1,5 mm La abrazadera de la maquina se encuentra vacia en este momento.
¥/ Universal Cutter 0,2 mm Haga clicen () para recoger la herramienta con el cabezal de la maquina.
Micro Cutter 0,1 mm
v Haga clic en $ para poner la herramienta en el sitio del dispositivo correspondiente.
' Spiral Drill 0,5 mm
: spiralDall; 0.7 mim Soporte (J Herramienta Gasto de vida dtil de herramienta
Spiral Drill 0,8 mm = >
i0 Spiral Oril - 1,5 mm (0,00%) vl ( | 0,00%
3¢ spiral Diill 0,9 mm oll : - vl
WV spirl DAl 1:mm 55 @] [Universal Cutter 0,2 mm (0,00%) [v] ¥/ ( | 0,00%
¥ Spiral Drill 1,1 mm 3.6) @ [Micro Cutter 0,1 mm (0,00%) Vv ( | 0,00%
' Spiral Drill 1,2 mm = = —
2 4 0 O | Spiral Dril - 1 mm (0,33%) v | v ( | 0,33%
 Spiral Drill 1,3 mm 1;] | ] X
e 5 0 Q| [spiral Dril_ 0,7 mm (0,00%) Vv | 0,00%
¥ Contour Router 2 mm B [O][sora il 0,8mm (0,00%) G (00
7.8 @| |C0nt0ur Router 1 rnm (4,04%) [:J f | 4,04%
= 05 T—¥ = =

Utilice las casillas de verificacién del soporte de herramientas para hacer que estas funci

r anchura de fresade 7‘ iDggcartar herramien@ E@iﬂa-de la herramiel Descartar herramlenta

Las herramientas especificas que ha seleccionado se eliminaran de
‘ la lista de herramientas utilizables con sus propiedades individuales.
Si desea ingresar nuevas herramientas en el depdsito, puede
afadirlas utilizando los sitios del depdsito de herramientas. zDesea
continuar con la eliminacién?
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“Control de la maquina (operaciones : Control Méquina |
= Ejecucion del asistente de produccion de placas

Una vez que hemos editado los datos de produccion en la “vista CAM’,
continuaremos con las fases de produccion de la placa en la “vista de
mecanizado”. El asistente de produccion de placa nos guia a lo largo de todo
el proceso:

@ Clic en el icono. RN 2 R

@ Fase “Montar Material”

1. Colocar el material base sobre la mesa de
la maquina.

2. Sujetar el material base sobre la mesa
T — utilizando cinta adhesiva.

base por debajo del area de
procesamiento y fijelo con una cinta
" adhesiva.
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Control de la maquina (operaciones basicas). | Control Mégquina |

= Ejecucion del asistente de produccion de placas

@ Fase “Configuracion del material”

onfiguracion del material x . .
— . 1. Introducir los valores correctos para el material
- Aplicscion - utilizado.

® PCB

O Panel delantero/grabado (2,50) 2. Adaptar los valores de grosor del cobre y
 Propicdad - espesor del material si es necesario.

Tipo de material |FR4 v| L. .

Grosor del cobre [ym]  [350 H 3. Definir el area de proceso

Grosor del material |1.55 mm E|

Grosor de la placa de apoyo |2mm E|

~ Ubicacign

Click into the machine area to move the active head to the
associated position.

Y

Use the buttons to set the front left and right rear corner of

the material. Posicién actual del cabezal
Asegurese de que el limitador de profundidad de fresado del 3 [0 mm E
cabezal de la maquina no toque |a cinta usada para fijar el
material. v:  Dmm E
7z |0mm =
Anchura del material |3’05 mm E|
Lengitud del material |f‘1:‘1‘3 mm E|
Surface level [{0}] <no definido>

Material corners [mm] (3,00 / 8,00) : (310,00 /7 237,00

e W

Fabricacion de PCB,s “en seco” - LPKF ProtoMat S63 - CircuitPro

73



@ Fase “Colocacion”

Control de lamaquina (operaciones

~ Traslacion relativa[mm] -
di: (44,338 mm 2] av: 45,962 mm B
i Establecer cen tro -
~ Giro
‘ Angulo |0° E| ‘\ (_-\ O ‘
.~ Paso y repeticion
Mdmero de copias
X |?- E| i |1 E|
Espaciado entre copias [mm][mm]
X |10mm E| ¥ |5mm E|

o= [¢=1) A Control Mégquina [
= Ejecucion del asistente de produccion de placas

En esta fase, el trabajo se puede colocar
arbitrariamente en el material de base y
multiplicarlo si es necesario.

1. Haga clic en el trabajo y arrastrelo a la
posicion deseada con el raton.
O Introduzca la nueva posicion en el
cuadro de dialogo.

2. Silo desea, multiplique los datos del
trabajo introduciendo el nimero de
copias y los valores de espaciado en la
direccion X e Y en los campos
correspondientes
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Control de la maquina (operaciones S | Control Méquina |8
= Ejecucion del asistente de produccion de placas

@ Fase “Perforar marca fiducial”

sistente de pr én de placa

En esta fase, la maquina recoge la
herramienta "Spiral Drill 1.5 mm"y
perfora las referencias.

@ Fase “Taladros de marcado”

EITEEX T T , .
En esta fase, la maquina recoge la

herramienta "Cortador universal" y marca
las posiciones para los taladros.
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“Control de la maquina (operaciones B cortrol Maquinalj]
= Ejecucion del asistente de produccion de placas

@ Fase “perforacion de orificios”

 de produccion de placa

En esta fase, la maquina recoge la
herramientas necesarias y realiza los
taladros.

Intercambio de herramienta

Espere mientras se sueka la herramienta

Progreso del paso actual

La maquina recoge las herramientas
requeridas y realiza el fresado de los
canales de aislamiento en la capa inferior
(bottom).
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Control de la maquina (operaciones basicas). Control Méquina |
= Ejecucion del asistente de produccion de placas

@ Fase “Girar material”

Asistente de produccion de placa

La visualizacion en la vista de mecanizado
cambia. La posicion del disefio se ajusta a
la placa de circuito.

Vion genera 9 El lado de la placa a procesar es ahora la

; = \
Montar material Gire el material base alrededor del eje de

simetria de la maquina y vuelva a fijarlo Cara S U perlor (to p)

con cinta adhesiva.

Configuraciones del ...
Colocacién

Perforar marca fiducial
Brocas de marcado
Perforacidn metalizada
Perforacién no metali...
Capa de fresado "Tex...
Fresado capa inferior
Aislamiento de fresado...

Girar material

Leer marcas fiduciales...
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Control de la maquina(operaciones

Control Maquina f

= Ejecucion del asistente de produccion de placas

‘ Fase “Leer marcas fiduciales”

Si la basqueda fiducial se realiza por primera
vez (después de haber iniciado CircuitPro) la

r B | camara realizara un autofoco cinco veces.
e Confirmation of focus height ) _
——1 _ Posteriormente se muestra este mensaje para
The focus search has finished and the machine has now moved into :
the calculated focus position. Please check whether the image is conflrmar Ia altura de enfoque-
sharp. Click "Yes' to accept the position, click 'No' to retry focusing or
dick “Cancel” to abort the operation. La camara se mueve a las posiciones de los
Yes i No J fg_ Cancel puntos de referencia y determina la posicion
B ‘ ' J exacta. El lado superior esta asi alineado con
S— -= €l lado inferior.
Check alignment result. Click 'Accept Current Position’ if the result is OK. Click ‘Find and center' to find and then move to the . . . .
center of the fe.cal v Silas marcas fiduciales no han sido
Fducal: reconocidas automaticamente, aparecera
| +——}— este cuadro de dialogo.
Alignment parameters [ Find and Center 1 En tal Caso:
Fiducials for step-and-repeat tmt Current Position | . 7 Ve
1. Ampliar el area de busqueda aumentando
Diameter Tolerance 0,3 mm = Retry 1 “ . ,
exch ivea Lergth 10 = . el valor del campo “Longitud del area de
Minimum Fiducial Quality 90 % 5 L y busqueda”
Distance for Direct Acceptance 0,1 mm o
e - 2. Vuelva a iniciar la busqueda.
Manual Centering If Mot Found @ Yes O No N o o . .
Ak for Confemation. O Yes @ No 3. Repita los pasos anteriores si es necesario
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Control dela maquina (operaciones basicas). oo
= Ejecucion del asistente de produccion de placas

La maquina recoge las herramientas
requeridas y realiza el fresado de los
canales de aislamiento en la capa superior

(top).

La maquina recoge las herramientas
necesarias y realiza los taladros y el corte
del contorno de la PCB.
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Control Maquina r

Control de la maquina (operaciones basicas).
= Ejecucion del asistente de produccion de placas

Produccién de la placa finalizada.

Asistente de produccion de placa

Produccién de placa finalizada
Vision general
Montar material ~ R

Configuraciones del ...
Colocacion

Perforar marca fiducial
Brocas de marcado
Perforacion metalzada
Perforacidn no metali...

Capa de fresado "Tex...
Progreso del paso actual

Fresado capa infenor

Aislamiento de fresado... Progreso de la produccién total
Girar material

Learmarcasfiduciales...

| Finalizado
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Para completar el proceso de fabricacion de un PCB a doble cara, es necesario
realizar los siguientes pasos:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Encendido de la maquina e inicio de CircuitPro.

Seleccion de una plantilla y creacion de un nuevo documento.

Importacién de datos.

Insercidon de zonas de borrado (Rubout)

Multiplicar el disefio (si fuese necesario).

Establecer marcas fiduciales.

Generar trayectorias de herramientas de fresado de aislamientos y contornos.
Cargar el deposito de herramientas y asignar las herramientas a las posiciones.

Inicio de la produccion.

El siguiente tutorial le muestra cdmo producir una placa de circuito impreso a
doble cara con taladros no metalizados.

v' Tutorial LPKE Protomat Fab PCB doble cara.pdf
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